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54) Device for coating the \Aalls of borings in electrical printed circuit boards or nnultila^rs 

57) In a device for coating the \A/alls of borings in electrical printed circuit boards or nnultila^rs 
(3), the objects to be treated are nno\ed forward by a transport systenn (6) in a horizontal 
alignnnent below the level (13) of a treatment fluid. Below the nnovement path of the printed 
circuit boards or multilavers (3), there is a baffle box (16), which is divided by separating walls 
(20, 21) into several channbers (17, 18, 19). The channbers (17, 18, 19) are alternately 
connected — viewed in the nnovement direction of the printed circuit boards or multila^rs (3) — 
with the pressure side and the suction side of a pump which conveys the treatment fluid. The 
top of the chambers (17, 18, 19) is formed by a perforated plate (24) which has multiple through 
openings (25) distributed over the entire area of the perforated plate (24). In this v\ay, the 
printed circuit boards (3), essentiallyduring the entire pass-through time, alternatelyhave a 
large-surface, laminar flow applied to them from below and/or are suctioned off over a large 
area into a laminar flow. Due to the large exposure time to the flows in alternating directions 
achieved in this way and due to the relatively low flow speeds which can be simultaneously 
achieved, the through borings contained in the printed circuit boards and/or multila^rs (3) are, 
on one hand, completely and reliably... [abstract ends] 
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In 6in« Vorriohtung lur Beschlchtung der vvandung von 

MuhllByar (3) befindrt slch .in StfornunBs-Ultosten (16), 
1m TrinnwSnd- (20, 21) in njBhr,™ K»mmern (17 Ifl, 
ISl untertBllt i*t D a Ksmmern 17, 18. 19) swtien in 
aJwaflunas Ichtune d«r Lelttrplatten odsr Multilayer 3) 

duno. Di» ObsnsaltB der Kefflmem (17. 18, 18) wird Qurcn 
«!nB LochDlBtte (24) oebildet, die eine Vi»i«hl von Dbsr die 

PuSS=»VdurCh db B6h»ndlurB«flO«lQk9« fibwech. 
«lnd von' unten her mit elner e^t^'li^f '8*"' '^"^1"^" 
StfSmunB be»uf8Chl»fft biw. von unten her S "BflS^h.O " 
elner laniln«r*n BtrCmung abaeeeugt. Durch die " 
S BnwItoBit der elcR In Ihrer RiehTung abweehsBlftden 

ten warden die In oen Ultorp atten biw. Multileyem l^J 
InthSlS OurohgengabohnTngen -Inereelt, vctlstiindlg 
und zuvftrl£s9ig ... 
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Vcrriohtung ^ur BeschJohtung der Wandung von Bohrungen m .l.ktrischen Leiterplatten Oder Mul 
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In einer Vorrichtung zur Bfischlchtung dar Wandung von 
Bohrungen in elektri^chen Leiterplatten oder M"lt.layern (3) 
werdan die zu bahandelnden QegenstSnde duroh ein Trans- 
oortsvstem (6) In hori^yotaler Ausrictitung untarhslb des 
NIveaus (13) einer Behandllingsflusslgkeit vowartsfcewegt 
Unterhalb das Bewegungsweges der Le!t«'Pl««^" 
Multilayer (3) baflndet alch ein Strornungs-LeltkBsten (IB), 
der durch TrenriwiSnde (20, 21) In mehrere KfJI^f^fJ^j^'. 18 
19) untertellt ist. Die Kammern (17, 18. 19) ^ ehen - m 
Bewegungsrichtung der Leitarplstten oder Multilayer 3) . 
gesehen - alternie.^nd mU der Druokseita und dar Saugsalte 
einar BehandlungeflOaaigkelt ^Srdernden Pumpe in Verb^^^^^ 
dung. Dia Oberaaite der Kammern (17 18, IS) wird durch. 
Bine LochpJatts (24) gabildet, dla dne VieJzahl von uber die 
gesamta Fiache der Lachpiatte (24) verteilten Durohgangs- 
3ffnunaen (25) iSufweiat. Auf dlaae Weisa warden dia 
Leiterplatten (3) im weaentliohen wShrend dsr gasamtan 
DurchQangsiait durch dla BehandliingsflQs^igkalt ebwech- 
aaind von unten her mit ainer groSflSch/gen, lam,^^^^^^^ 
Strfimung beaufsohlagt bzw. von untan her grcSflaohlg n 
einer laminaren Stromung abgesaugt Duroh die errmlte 
aroBe Einwirkzeit der sich in ihrer Richtung abwachBelndeft 
Strflmungeri aowie aufgrund der dafael. gleichzeitig arraich- 
baren verhaltnismSBig niedrigen StroinungggeBohwmdigket- 
ten werdsA die in den Leiterplatten biw. Multilayem (3) 
entlialtanan Durchgangsbohrungen einersalts voilstandig 
und zuverlSssig ... 
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